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PNRR-M1C3-INTERVENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN 
MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU’ AMPIO ACCESSO  
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ’ FISICA DEGLI SPAZI 
CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE  PER 
LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI -  CUP 
J87B22000800006 - SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE CODICE PEG 
B_48001 - IMPREVISTI: CONSOLIDAMENTO DELLE COLONNE IN ARENARIA DA  
DELOCALIZZARE 
 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto Chiesi Ivan nato a Cadelbosco di Sopra (RE)  il 17/09/1959 e residente a 

Castelnovo di Sotto (RE), Via Martiri della Libertà 10 - CAP 42024, in– C.F. 

CHSVNI59P17B328P, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’impresa AR/S 

Archeosistemi Società Cooperativa con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, CAP 

42124 in Via Nove Martiri n. 11/A con codice fiscale: 01249610351 Partita IVA: 

01249610351 

DICHIARA 

  di offrire per l’esecuzione del servizio in oggetto il seguente importo (IVA esclusa): 

           per prestazioni   € 500,00 

           per manodopera   € 3.600,00 

           per oneri della sicurezza  € 400,00 

           TOTALE    € 4.500,00 

 

Si specifica che il Contratto Collettivo applicato è il seguente TERZIARIO DISTRIBUZIONE 

E SERVIZI, COOPERATIVE EDILI ED AFFINI e MULTISERVIZI 
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Si allega inoltra documentazione sulle esperienze pregresse idonee all’esecuzione della 

prestazione → in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA n. 30462/11/00 rilasciata 

in data 23/01/2024 

 

 

 

Firma digitale  
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